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Verdffentiicht 

Mit internationalem Rccherchenbericht. 

Vor Ablauf derfiir Anderungen der Ansprtiche zugelassenen 

Frist. Vcroffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 

eintreffen* 



(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT, IN PARTICULAR A COMPONENT USING ACOUSTICAL SURFACE ACOUSTIC WAVES 

(54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHES BAUELEMENT. INSBESONDERE MIT AKUST1SCHEN OBERFLACHENWELLEN ARBEI- 
TENDES BAUELEMENT - OFW-BAUELEMENT 




(57) Abstract 

An electronic component, in particular a component using surface acoustic waves, with a system of components (1,2) mounted on 
a base plate (3) and with electrical contacts made, where a protective layer (8) is provided on the components side, facing away from 
the connecting zone between the components system (1,2) and the base plate (3); the protective layer (8) forms a tight seal against 
environmental influences to the base plate (3) for the components system (1,2). 



» 



« 



(57) Zusammenfassung 

OFW-Baue!ement mit auf cincr Basisplattc (3) elektrisch kontaktiert monticrtcm Bauclcmcntcsystem (1,2), bci dem cine Schutzschicht 
(8) auf der Bauelementeseite vorgesehen ist. die dcm Verbindungsbereich zwischen Bauelementesystem (1,2) und Basisplattc (3) abgewandt 
ist, und bci dcm die Schutzschicht (8) cincn gcgcn UmwelteinflGsse dichtcn VerschluB fDr das Bauclcmcntcsystem (1,2) zur Basisplattc 
(3) hin bildct. 
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Beschreibung 



Elektronisches Bauelement, insbesondere mit akustischen Ober- 
5 f lachenwellen arbeitendes Bauelement - OFW- Bauelement - 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele- 
ment, insbesondere mit akustischen Oberf lachenwellen arbei- 
tendes Bauelement - OFW-Bauelement - nach dem Oberbegriff des 
10 Patentanspruchs 1. 

Es ist bekannt, elektronische Bauelemente durch Schutzuberzu- 
ge gegen Umwelteinf lusse, wie beispielsweise Angriffe durch 
chemische Substanzen, etwa Feuchtigkeit zu schutzen. So be- 

15 schreibt beispielsweise die US-PS 3 438 873 den Schutz von 
Halbleiterbauelementen durch Schutzschichten aus Siliziumni- 
trid, Aluminiumoxid und gemischten Silikaten wie etwa Alumi- 
niumsilikat. Dabei wird die Schutzschicht direkt auf das Sy- 
stem des Halbleiterbauelementes aufgebracht. Unter Bauelemen- 

20 tesystem wird dabei das diie aktiven elektronischen Komponen- 
ten des Bauelementes enthaltende Substrat verstanden. Mit an- 
deren Worten ausgedruckt, handelt es sich also bei dem Bau- 
elementesystem um das Bauelement abgesehen von einem es ent- 
haltenden Gehause. 

25 

Bei bestimmten elektronischen Bauelementen kann es unzweckma- 
Sig und sogar fur die Bauelementefunktion schadlich sein, ei- 
ne Schutzschicht der vorgenannten Art auf das Bauelementesy- 
stem selbst auf zubringen . Dies ist beispielsweise bei mit 

30 akustischen Oberf lachenwellen arbeitenden Bauelementen der 

Fall, da eine auf das Bauelementesystem derartiger Bauelemen- 
te aufgebrachte Schutzschicht die Ausbreitung von akustischen 
Oberf lachenwellen beeintrachtigen kann. Ein weiteres Beispiel 
da fur waren Sensoren fur mechanische Spannungen, da durch die 

35 Schutzschicht im Sensorsystem hervorgeruf ene mechanische Ver- 
spannungen die Detektierung von zu messenden mechanischen 
Spannungen beeinflussen k6nnen. 
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Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Mdglichkeit zum Schutz von elektronischen Bauelementen gegen 
Umwelteinf lusse ohne die Beeintrachtigungen anzugeben, wie 
5 sie durch auf Bauelementesysteme aufgebrachte Schutzschichten 
entstehen konnen. 

Diese Aufgabe wird bei einem elektronischen Bauelement der 
eingangs genannten Art erf indungsgemSS durch die Merkmale des 
10 kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 gelost. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteran- 
spruchen . 

15 Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in den Figuren der 
Zeichnungen dargestellten Ausf uhrungsbeispiele naher erlau- 
tert. Dabei zeigen die Figuren 1 bis 3 schematisch verschie- 
dene AusfOhrungsf ormen von erf indungsgemaS ausgebildeten 
elektronischen Bauelementen. 

20 

Bei der Ausf uhrungs form eines elektronischen Bauelementes 
nach Figur 1 ist ein Bauelementesystem elektrisch kontaktiert 
auf einer Basisplatte 3 montiert. Das Bauelementesystem ist 
schematisch durch ein Substrat 1 und einen nicht dargestellte 
25 elektrisch leitende Strukturen umgebenden isolierenden Rahmen 
2 dargestellt. Bei den elektrisch leitenden Strukturen kann 
es sich fur OFW-Bauelemente beispielsweise urn Interdigital- 
wandler, Resonatoren oder Reflektoren handeln. 

30 Unter "Basisplatte" wird im Rahmen vorliegender Erfindung je- 
des leiterbahnentragende Substrat sowohl auf Kunststoff-, 
Glas- Oder Keramikbasis verstanden. Auf der Basisplatte 3 
sind Leiterbahnen 4 vorgesehen, die uber Bumps 5 mit den 
(nicht dargestellten) leitenden Strukturen auf dem Substrat 1 

35 des Bauelementesystems kontaktiert sind. Bei einer derartigen 
elektrischen Kontaktierung handelt es sich um die an sich be- 
kannte sogenannte Flip-Chip-Montage. 
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Zwischen dem die elektrisch leitenden Strukturen auf dem 
Substrat 1 umgebenden Rahmen 2 sowie den Leiterbahnen 4 auf 
der Basisplatte 3 ist eine Isolierschicht 6 vorgesehen, die 
5 z. B. aus Epoxidharz oder Glas besteht. SchlieSlich ist im 
Verbindungsbereich zwischen dem Bauelementesystem 1, 2 und 
der Basisplatte 3 eine Umrahmung 7 vorgesehen, bei der es 
sich beispielsweise un\ einen Klebstoff, ein Giefiharz oder ei- 
ne Pressmasse handeln kann. Diese Umrandung ist insbesondere 

10 deshalb vorgesehen, um Scherkrdfte aufzunehmen, die durch un- 
terschiedliche thermische Ausdehnungen von Bauelementesystem 
und Basisplatte zustande kommen und die elektrische Kontak- 
tierung zwischen elektrisch leitenden Strukturen auf dem 
Substrat 1 und den Leiterbahnen 4 auf der Basisplatte 3 uber 

15 die Bumps 5 mechanisch beeintrSchtigen konnten. 

Erf indungsgem&S ist auf der Bauelementeseite, die dem Verbin- 
dungsbereich zwischen Bauelementesystem 1, 2 und Basisplatte 
3 abgewandt ist, eine Schutzschicht 8 vorgesehen, welche ei- 
20 nen gegen Umwelteinf lOsse dichten VerschluS ftir das Bauele- 
mentesystem zur Basisplatte hin bildet. Wie nachfolgend noch 
genauer eriautert wird, kann diese Schutzschicht 8 auf ver- 
schiedene Weise ausgebildet sein. 

25 Bei der Ausf Ohrungsf orm eines OFW-Bauelementes nach Figur 2 
wird ein OFW-Bauelementesystem durch ein piezoelektrisches 
Substrat 10 sowie auf diesem vorgesehene leitende Strukturen 
11 und AnschluSf lachen 12 - Pads - fur die leitenden Struktu- 
ren 11 gebildet. Bei den elektrisch leitenden Strukturen 11 

30 kann es sich beispielsweise wiederum um Interdigitalwandler, 
Resonatoren oder Reflektoren handeln. Die leitenden Struktu- 
ren 11 und die Pads 12 sind entsprechend der Ausf uhrungs form 
nach Figur 1 von einem isolierenden Rahmen 21 umgeben. Die 
Darstellung eines OFW-Bauelementesystems 10, 11, 12 nach Fi- 

35 gur 2 ist wiederum lediglich schematischer Natur. Ein voll- 
stdndiger Aufbau eines derartigen Bauelementesys terns fur OFW- 



WO 97/45955 



PCT/DE97/01055 



4 

Bauelemente ist an sich bekannt und wird daher hier nicht na- 
her eriautert. 

Weiterhin ist eine Basisplatte 13 vorgesehen, auf deren dem 
5 Bauelementesystem 10, 11, 12 zugekehrten Seite Leiterbahnen 
14 mit darauf bef indlichen Bumps 15 vorgesehen,. uber die eine 
elektrische Kontaktierung des Bauelementes an den Pads 12 er- 
folgt. Die Ausbildung der Basisplatte 13 ist nicht auf eine 
Zweilagigkeit beschrankt. Es sind auch Basisplatten mit mehr 
10 als zwei Lagen verwendbar. 

Die elektrischen Kontaktierungen k6nnen dadurch aus dem Bau- 
element herausgef uhrt werden, daS die Leiterbahnen 14 urn die 
Basisplatte 13 herumgefahrt sind, wie dies auf der linken 

15 Seite von Figur 2 dargestellt ist, oder durch die Basisplatte 
uber Durchfuhrungen 16-1, 16-2, 16-3 mit Leiterbahnen 17 auf 
der AuSenseite der Basisplatte 13 verbunden sind. Die in Ver- 
tikalrichtung versetzte Ausgestaltung der elektrischen Durch- 
fuhrung 16-1, 16-2, 16-3 dient dazu, einen Eintritt von die 

20 Bauelementefunktion beeintrachtigenden chemischen Substanzen 
zu. verhindern, d. h. durch die versetzte Ausbildung der 
Durchfuhrung ist eine Gasdichtigkeit von der AuSenseite der 
Basisplatte 13 her gewahrleistet . Wenn die Leiterbahnen 14 urn 
die Basisplatte 13 herumgefuhrt und mit einem Pad 12 uber 

25 Bumps 15 verbunden sind, ist zwischen Leiterbahn 14 und einer 
nachfolgend beschriebenen Schutzschicht 19 eine Isolier- 
schicht 20 erforderlich. 

Das Bauelementesystem 10, 11, 12 ist auf der Basisplatte 13 
30 durch eine Kunststof f umhullung 18 abgedeckt. Diese Abdeckung 
18 kann durch GieSharze, Pressmassen oder Thermoplaste gebil- 
det werden. 

Auf der Abdeckung 18 ist erf indungsgemafi auf der dem Verbin- 
35 dungsbereich zwischen Bauelementesystem 10, 11, 12 und Basis- 
platte 13 abgewandten Seite eine erf indungsgemaSe Schutz- 
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schicht 19 vorgesehen, die einen gegen Umwelteinf lusse dich- 
ten VerschluB zur Basisplatte 13 hin bildet. 

Wie oben bereits ausgefuhrt, kann die Schutzschicht 8 nach 
5 Figur 1 bzw. 19 nach Figur 2 auf verschiedene Weise ausgebil- 
det sein. Sie kann gem&S einer Ausf uhrungsf orm eine Metall 
enthaltende Schicht oder eine Vollmetallschicht sein. Weiter- 
hin kann sie (in den Figuren 1 und 2 nicht eigens darge- 
stellt) auch durch mehrere Teilschichten gebildet sein, von 

10 denen mindestens eine eine Metallschicht ist. Weiterhin kann 
eine der Teilschichten eine Glasschicht sein, bei der es sich 
insbesondere um die untere Teilschicht einer Teilschichtf olge 
handelt. Als Metalle kommen beispielsweise Kupfer, Nickel 
oder Gold in Frage. Eine Metallschicht kann beispielsweise 

15 durch Aufdampfen, Vakuummetallisierung, Galvanik oder Lami- 
nieren aufgebracht werden. Gggf . kann dabei auf der Metall- 
schicht eine nicht eigens dargestellte Korrosionsschutz- 
schicht vorgesehen sein. Weiterhin kann unter der Metall- 
schicht eine ebenfalls nicht dargestellte Haftschicht vorge- 

20 sehen sein. 

Wie anhand der Ausf uhrungsf orm nach Figur 2 dargestellt, kann 
die Schutzschicht 19, d. h. speziell deren metallischer Teil 
elektrisch kontaktiert sein, so dafi die Schutzschicht 19 

25 nicht nur eine gegen Umwelteinf lusse schutzende Schicht ist 
sondern gleichzeitig auch eine Hochf requenzabschirmung fur 
das Bauelementesystem 10, 11, 12 bildet- Zu diesem Zweck ist 
die Schutzschicht 19 mit einer Leiterbahn 14 auf der Basis- 
platte 13 verbunden, wie dies in Figur 2 durch eine Verbin- 

30 dung 22 dargestellt ist. 

Figur 3, in der gleiche Teile wie in den Figuren 1 und 2 mit 
gleichen Bezugszeichen versehen sind, zeigt eine Ausfuhrungs- 
form bei der das Bauelementesystem drahtkontaktiert ist. Da- 
35 bei ist das Substrat 1 mittels einer geeigneten Verbindung, 
beispielsweise eines Klebers 30, auf der Basisplatte 3 befe- 
stigt. Auf der dem Bef estigungsbereich abgekehrten Seite er- 
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folgt eine Drahtkontaktierung uber Kontaktierungsdrahte 31 zu 
den Leiterbahnen 4. 

Auch bei dieser Ausfuhrungsf orm ist entsprechend derjenigen 
5 nach Figur 2 eine Kunststof f umhtillung 18 mit einer erfin- 
dungsgemafien Schutzschicht 19 vorgesehen. 
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Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauelement, insbesondere mit akustischen 
Oberf lachenwellen arbeitendes Bauelement - OFW-Bauelement 
bei dem ein elektrisch leitende Strukturen (11, 12) auf einem 
Substrat (1; 10) umfassendes Bauelementesystem (1, 2; 10, 11, 
12) elektrisch kontaktiert auf einer Basisplatte (3; 13) mon- 
tiert ist und bei dem eine das Bauelementesystem (1, 2; 10 , 
11, 12) gegen Umwelteinf lusse abschirmende Schutzschicht (8; 
19) vorgesehen ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Schutzschicht (8; 19) auf der Bauelementesseite vor- 
gesehen ist, die dem Verbindungsbereich zwischen Bauelemente- 
system (1, 2; 10, 11, 12) und Basisplatte (3; 13) abgewandt 
ist und einen gegen Umwelteinf lusse dichten VerschluS fur das 
Bauelementesystem (1, 2; 10, 11, 12) zur Basisplatte (3; 13) 
hin bildet . 

2. Bauelement nach Anspruch 1, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

daS das Bauelementesystem (1, 2; 10, 11, 12) in Flip-Chip- 
Technik auf der Basisplatte (3; 13) montiert ist. 

3. Bauelement nach Anspruch 1, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

daft das Bauelementesystem (1) auf der Basisplatte (3) befe- 
stigt und elektrisch mittels Drahtkontaktierung (31) ange- 
schlossen ist. 

30 4. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Schutzschicht (8) auf die dem Verbindungsbereich zwi- 
schen Bauelementesystem (1, 2) und Basisplatte (3) abgewandte 
Seite des Substrats (1) bis hin zur Basisplatte (3) so aufge- 
35 bracht ist, dafi ein gegen Umwelteinf lusse dichter VerschluS 
zur Basisplatte (3) hin besteht . 
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5. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS auf dem Bauelementesystem (10, 11, 12) eine Kunststof f ab- 
deckung (18) vorgesehen ist und daS die Schutzschicht (19) 
5 auf die Kunststof fabdeckung (18) bis hin zur Basisplatte (13) 
derart aufgebracht ist, daS ein gegen Umwelteinf lusse dichter 
Verschlufi zur Basisplatte (13) hin besteht. 

6. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

daS die Schutzschicht (8, 19) eine metallenthaltende Schicht 

ist . 

7. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Schutzschicht (8, 19) eine Metallschicht ist. 

8. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 daS die Schutzschicht (8; 19) eine aus mehreren Teilschichten 
gebildete Schicht ist. 

9. Bauelement nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

25 dafi mindestens eine Teilschicht eine Metallschicht ist. 

10. Bauelement nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi mindestens eine Teilschicht eine Glasschicht ist. 

30 

11. Bauelement nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Glasschicht die untere Teilschicht einer Teilschicht - 
folge ist. 

35 

12. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dafc auf der Schutzschicht (8; 19) eine Korrosionsschutz- 
schicht vorgesehen ist. 



13. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
5 dadurch gekennzeichnet , 

daS unter der Schutzschicht (8.; 19) eine Haftschicht vorgese- 
hen ist . " 

14. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

daS der metallische Teil der Schutzschicht (8; 19) elektrisch 
kontaktiert ist. 
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